REPUBLIQ UE FRA NgAISE 

INSTITUT NATIONAL 
DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE 



PARIS 



(i])n o de publication : 

(a n'ufiltser que pour !es 
commandos de reproduction) 

(gj) N° d enreglstrement nati nal 

© Int CI 8 : G 06 K 19*077 



2 754 619 
96 12508 



DEMANDE DE BREVET D'INVENTION 



A1 



Date de depot : 14.10.96. 


(n) Demandeur(s) : SOLAIC SOCIETE ANONYME — 
FR. 


(go) Priorite : 


W3) Date de la mise a disposition du public de la 
demande : 17.04.98 Bulletin 98/16. 


(§) lnventeur(s) : BILLEBAUD PASCAL, GOUILLER 
w MICHEL, KEMPF JEAN PIERRE, THEVENOT 
BENOIT et ROBLOT FRANCK. 


(ii) Llste des documents cites dans le rapport de 
recherche prefimtnaire : Se reporter a la fin du 
present fascicule. 




(go) References a d'autres documents nationaux 
apparentes : 


© Titulaire(s) : . 

@) Mandalaire : PATCO SA. 



CO 

in 

CM 



CIRCUIT INTEGRE LE COM PORT ANT. 

fep Ls circuit integre comporte un substrat semi- 
conduct eur 3 ay ant une face active pourvue de plots de 
connexion 4 et partiellement recouverte d'une couche iso- 
lante qui, au moins entre deux plots de connexion 4 adja- 
cents comporte un bord extern e 6 non recti ligne, de prefe- 
rence en forme de creneaux 7 ralentissant la propagation 
o"un polymere conduct eur le long du bord externe 6 lors de 
la realisation de lignes conductrices reliees aux plots de 
connexion 4. 
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La pr£sente invention concerne un circuit integre 
ayant une face active recouverte d'une couche isolante et 
une carte 3. circuit integre comportant un tel circuit 
integr§ . 

5 On sait que lorsqu'un circuit integr§ est im- 

plante dans un corps de carte de fagon £ avoir une face 
active affleurant le corps de carte, cette face active 
comportant des plots de connexion auxquels sont relies des 
lignes en polymdre conducteur s'etendant 3. la surface du 

10 corps de carte, il est necessaire que la face active du 
circuit integre soit partiellement recouverte d'une couche 
isolante, par exemple une couche isolante en forme de cadre 
deposee sur la surface active du circuit integr£ pr^alable- 
ment §. 1 ' implantation de celui-ci dans le corps de carte. 

15 Le circuit integre est enfonce dans le corps de carte au 
moyen d'un poingon chauffant qui assure tout a la fois le 
ramollissement de la matiere constituant le corps de carte 
et un appui sur le circuit integr£ pour enf oncer celui-ci 
dans la matidre ramollie. Lors de 1 ' enf oncement du circuit 

20 integre la matidre ramollie tend a fluer et pour eviter 
qu'elle ne vienne recouvrir les plots de connexion du 
circuit int#gr§, on rdgle la course du poingon chauffant 
pour que la face super ieure de la couche isolante du 
circuit int§gre ne soit pas en-dessous du niveau de la face 

25 superieure du corps de carte. En pratique la surface 
superieure de la couche isolante est tres legerement au- 
dessus de la surface du corps de carte (de l'ordre de deux 
micrometres). Le meme probldme survient si le circuit 
integre est fixe dans une cavite realisee pr^alablement 

30 dans le corps de carte en raison de 1 ' impossibility de 
fixer industriellement le circuit integre de facpon que la 
face superieure du circuit integr§ soit exactement copla- 
naire & la surface superieure du corps de carte. 

Le bord externe de la couche isolante forme done 

35 une petite marche par rapport a la face du corps de carte 
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dans laquelle le circuit integre est implante. Lors du 
depot d'un polymere a l'etat liquide pour former les lignes 
conductrices qui s'etendent generalement perpendiculaire- 
ment au bord de la couche isolante du circuit int§gr£, le 
5 polymdre a l'etat liquide a tendance a s'ecouler selon des 
lois proches de la capillarite le long de la marche formee 
par le bord de la couche isolante du circuit integre de 
sorte qu'il existe un risque de court-circuit entre deux 
lignes conductrices adjacentes, ce qui met la carte hors 
10 service. 

Selon 1' invention on propose un circuit integre 
comportant un substrat semi -conducteur ayant une face 
active pourvue de plots de connexion et partiellement 
recouverte d'une couche isolante qui, au moins entre deux 
15 plots de connexion adjacents, comporte un bord externe non 
rectiligne. 

Ainsi, on allonge la distance que doit parcourir 
le polymere conducteur a l'etat liquide pour reunir deux 
lignes conductrices adjacentes et compte tenu de la faible 

20 vitesse de propagation du polymere conducteur a l'etat 
liquide, cet allongement de la distance parcourue permet 
d'obtenir une solidification suffisante du polymere 
conducteur pour arreter sa progression avant qu'un court- 
circuit n'ait §te realise entre les deux lignes conductri- 

25 ces adjacentes. 

Selon. une version avantageuse de 1' invention, le 
bord externe de la couche isolante a une forme de ligne 
brisee. Ainsi on ralentit encore la propagation du polymere 
conducteur a l'etat liquide en raison de 1' obstacle 

30 particulier que constitue un point anguleux dans le contour 
de la couche isolante. 

Selon encore un autre, aspect avantageux de 
1' invention, le bord externe de la couche isolante a une 
forme en creneau. Ainsi, sur une faible distance on 

35 augmente le nombre de points anguleux et on ralentit encore 



vj 

2754619 



3 

la progression du polymere conducteur a l'etat liquide. 

Selon un autre aspect de 1' invention, celle-ci 
concerne egalement une carte a circuit integr§ comportant 
un corps de carte dans lequel le circuit integr6 selon 
5 1' invention est fixe, la carte a circuit int§gre comportant 
en outre des lignes en polym§re conducteur s'etendant a la 
surface du corps de carte et reli§es aux plots de connexion 
du circuit integre. Dans le cas d'un bord externe de la 
couche isolante en forme de creneau, au moins un des 

10 creneaux a de preference une largeur inferieure a une 
distance separant les bords en regard de deux lignes 
conductrices adjacentes. 

D'autres caracteristiques et avantages de 1' in- 
vention apparaitront a la lecture de la description qui va 

15 suivre d'un mode de realisation particulier non limitatif 
de 1' invention, en r£f£rence aux figures ci-jointes parmi 
lesquelles : 

- la figure 1 est une vue en perspective, en 
coupe selon la ligne I-I de la figure 2, d'une carte £ 

20 circuit integr§ selon 1' invention avant la realisation des 
lignes en polymere conducteur, 

- la figure 2 est une vue partielle de dessus 
tres agrandie de la carte £ circuit integr§ selon 1' inven- 
tion. 

25 En reference aux figures, la carte a circuit 

integre selon 1' invention comporte de fagon connue en soi 
un corps de carte 1 dans lequel est fixe, par exemple par 
enfoncement chaud, un circuit integre 2 comportant un 
substrat semi -conducteur 3 ayant une face active pourvue de 

30 plots de connexion 4. De fagon egalement connue en soi la 
face active du circuit integr£ est recouverte d'une couche 
isolante 5, par exemple une couche isolante en forme de 
cadre comme illustre sur les figures. 

Le circuit integre est fixe dans le corps de 

35 carte de fagon que sa face sup^rieure affleure le corps de 
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carte. Ainsi qu'il a §te indique ci-dessus, la face 
superieure de la couche isolante est tres legerement 
decalee par rapport a la face superieure du corps de carte 
de sorte que le bord exteme 6 de la couche isolante forme 
5 une marche de trds faible epaisseur par rapport a la 
surface du corps de carte. 

Selon 1' invention on prevoit de realiser la 
couche isolante 5 de facpon que son bord externe 6 ait une 
forme non rectiligne au moins entre deux plots de connexion 
10 adjacent s. 

Comme illustre sur les figures, le bord externe 

6 de la couche isolante comporte de preference des creneaux 

7 dont la largeur 1 est inf erieure a la distance D separant 
les bords en regard de deux lignes conductrices 8 adjacen- 

15 tes en polymdre conducteur reliees aux plots de connexion 
4. 

Ainsi, on s' assure que lors de la realisation des 
lignes conductrices 8 au moyen d'un polymere conducteur a 
1'etat liquide apres implantation du circuit integre dans 

2 0 la carte, le polymdre conducteur liquide qui a tendance .a 

suivre le bord externe 6 selon des lois proches de la 
capillarite, rencontre necessairement au moins un point 
anguleux avant d'atteindre la ligne conductrice adjacente 
de sorte que sa propagation est ralentie pendant un temps 
25 suffisant pour obtenir une solidification du polymere 
conducteur avant qu'il n'ait ef f ectivement realise un 
court-circuit avec la ligne conductrice 8 adjacente. 

On remarquera que la couche isolante 5 etant 
generalement deposee par photogravure, il suffit pour 

3 0 realiser 1' invention de prevoir un dessin approprie sur le 

masque d' insolation de sorte que 1' invention peut etre 
realisee sans aucune augmentation de cout par rapport aux 
realisations anterieures . 

Bien entendu 1' invention n'est pas limitee au 
35 mode de realisation decrit et on peut y apporter des 
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variantes de realisation sans sortir du cadre de 1' inven- 
tion tel que defini par les revendications . 

En particulier, bien que 1' invention ait £te 
illustree avec un circuit integre comportant un bord 
5 externe en forme de ligne brisee et plus particulierement 
selon une forme en creneau, on peut egalement realiser 
1' invention en prevoyant un bord externe curviligne pour la 
couche isolante. 

Bien que 1' invention ait ete illustree avec des 

10 cr§neaux 7 repartis sur tout le pourtour de la couche 
isolante, on peut prevoir des portions de bord non rectili- 
gnes seulement sur les parties du contour de la couche 
isolante sur lesquelles la distance entre deux plots de 
connexion est critique du point de vue du risque de court - 

15 circuit entre les lignes conductrices adjacentes, c'est-&- 
dire principal ement lorsque deux lignes conductrices 
s'eterident l'une a cote de 1 7 autre sur un meme cote ou sur 
deux cotes adjacents du contour de la couche isolante. 

Bien que les creneaux aient ete representees avec 

20 une forme rectangulaire, on peut prevoir des creneaux ayant 
une forme quelconque, par exemple triangulaire ou en queue 
d'aronde, voire meme semi-circulaire . On peut egalement 
realiser la couche isolante 5 sous forme d'un cadre de tres 
f aible largeur formant une ligne sinueuse autour des plots 

25 de connexion 4 . 
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RE VEND I CAT I ONS 

1. Circuit int§gre comportant un substrat semi- 
conducteur (3) ayant une face active pourvue de plots de 
connexion (4) et partiellement recouverte d'une couche 

5 isolante (5), caracterise en ce qu'au moins entre deux 
plots de connexion (4) adjacents, la couche isolante 
comporte un bord externe (6) non rectiligne. 

2. Circuit integre selon la revendication 1, 
caracterise en ce que le bord externe (6) de la couche 

10 isolante a une forme de ligne brisee. 

3. Circuit integre selon la revendication 2, 
caracterise en ce que le bord externe de la couche isolante 
a une forme en creneau (7) . 

4. Carte a circuit integre comportant un corps de 
15 carte (1) dans lequel est fixe un circuit integr§ (2) 

affleurant le corps de carte et comportant des plots de 
connexion (4) auxquels sont reliees des lignes en polymere 
conducteur (8) s'etendant a la surface du corps de carte, 
le circuit integre etant partiellement recouvert d'une 
20 couche isolante (5), caracterisee en ce qu'au moins entre 
deux plots de connexion (4) adjacents, la couche isolante 
(5) comporte un bord externe (6) non rectiligne. 

5 . Carte a circuit integre selon la revendication 

4, caracterisee en ce que le bord externe (6) de la couche 
25 isolante a une forme de ligne brisee. 

6 . Carte a circuit integre selon la revendication 

5, caracterisee en ce que le bord externe (6) de la couche 
isolante a une forme en creneau (7) . 

7. Carte circuit integre selon la revendication 
3 0 6, caracterisee en ce qu'au moins un des creneaux (7) a une 

largeur (1) inferieure a une distance (D) separant des 
bords en regard de deux lignes conductrices adjacentes. 
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Abstract 



The integrated circuit has a semiconductor substrate (3) having an active face with external connection areas (4). It is partially 
covered with a insulating layer (5). The insulating layer has a non-rectilinear edge (6) between two adjacent connection areas. The 
edge is in the form of a broken line or has crenellated shape. The body of the card (1) has the integrated circuit fixed so it is proud 
of the surface of the card. The connection areas are connected lines to circuit paths made of a conductive polymer. The non- 
rectilinear edge slows progress of the liquid polymer, giving it time to harden. 
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